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Vorteile von H,: Doosan, auch fiir PCB-
Basismaterialien bekannter Konzern aus
Korea, macht eine Drohne mit der
Brennstoffzelle langstreckentauglich

Hochstromfeste Schottky-Dioden fiir Automo- Mit cloud-basiertem Komponentenmanagement Auf der 27. FED-Konferenz gings um den Im-
tive-Anwendungen werden immer kleiner in eine neue Ara der Elektronikentwicklung pact der Megatrends ,mobil-vernetzt-smart*
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Automotive: 200V-Schottky-Barrier-Dioden
mit extrem niedrigen IR 1892

Bleifreie Arrays erfiillen kiinftige Umweltvorschriften 1893
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Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
Wir vernachldssigen die Speichertechnologie H, 1911



Global X-Ray & CT-Forum der Firmengruppe Baker Hughes: Voller
Highlights und nach mehreren Jahren wieder einmal in Deutschland

In der Entwicklungs-Pipeline der FhG-IKTS: Passende fotostrukturierba-
re Pasten fiir bessere Realisierung von 5G-Anwendungen

LEITERPLATTENTECHNIK

JPCA Show 2019: 5G und Automobile

sind die groBen Treiber — Teil 3: Ausriistungen 1920
Megatrend ,mobil - vernetzt — smart’ im Blick 1933
ANALYTIK & TEST
Global X-ray & CT Forum 2019 mit vielen Neuheiten 1945
FPT bringt schnellere Verfigung tiber Baugruppen 1948 }
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Hoéchste
Qualitatsstandards fiir
Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fiir lhre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (06352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
W Follow @VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Schrumpfen von Leiterbahnen und Beschichtungen sind keine Zauberei,
sondern chemisch erklérbar, sagt Armin Rahn
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Die budatec GmbH aus Berlin ist Anlagenhersteller fiir die
Halbleiter- und Solarindustrie. Hauptgeschéftsfelder sind
thermische Systeme und Produkte rund um die Elektronik-
fertigung mit den Schwerpunkten ,Vakuumlotsysteme' und
Sintersysteme’ fiir definierte Atmosphéren, angefangen
von Kleinen Batch- Anlagen bis hin zu vollautomatisierten
Produktionssystemen.

budatec GmbH, Melli-Beese-StraBe 28
D-12487 Berlin, Tel.-Nr. +49 (0) 30 - 63 22 40 70
info@budatec.de, www.budatec.de
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